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디스크 공구를 이용한 초경합금의 미세 홈 가공에 대한 연구
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Recently, the demand for micromachining of hard materials has been increasing. Machining microholes, grooves, and

structures in hard materials such as tungsten carbide is very difficult. In this study, the machining characteristics of a

microdisk tool for microgroove machining of tungsten carbide were studied. Microtools made of polycrystalline

diamond (PCD) were fabricated using wire electrical discharge grinding (WEDG) to machine high-hardness tungsten

carbide. Rectangular and V-shaped disk tools were fabricated by WEDG with controlled wire paths. In the micro

grooving of tungsten carbide, the effects of capacitance and feedrate on the surface roughness of microgrooves and

the wear of disk tools were studied. As the capacitance and feed rate decreased, the surface roughness decreased

and no significant wear was observed in the PCD tool. However, an increase in tool edge radius of several

micrometers was observed.
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1. 서론

초경합금(Tungsten Carbide, WC-Co)은 높은 경도와 압축강

도 등 뛰어난 기계적 특성을 가지고 있어, 절삭 공구나 금형 등

내마모성이 중요한 제품 및 부품에 널리 사용되고 있다[1-3]. 그

러나 높은 경도로 인해 기계적 가공이 매우 어려운 단점이 있다.

이를 해결하기 위해 고경도 금속 소재에 대한 레이저 가공, 전

해 가공, 방전 가공 등 많은 특수 가공법에 대한 연구가 있었으

며, 그와 더불어 다이아몬드 소재의 공구를 이용한 절삭, 연삭

가공에 대한 연구도 많이 수행되었다[4-11]. 특히 반도체, 광학

및 정밀 기계 산업에서 초정밀 마이크로 부품의 소재로 초경합

금을 선호하고 있으나 형상 크기가 수백에서 수십 µm로 작아지

면서 형상 정밀도, 공구의 마모 등의 문제가 대두되면서 이에

대응할 수 있는 가공 기술이 제한되고 있다.

본 연구에서는 초경합금 소재에 마이크로 미터 크기의 미세

요철 또는 미세 홈 어레이 제작을 위하여 마이크로 디스크 공구

를 이용한 연삭 가공에 대해 연구하였다. 공구 재료로는 다결정

다이아몬드(Polycrystalline Diamond, PCD)를 사용하였다. PCD

는 초경합금보다 더 높은 경도를 갖고 있으며 기본적으로 도전

체이기 때문에 경도와 무관하게 소재를 가공할 수 있는 방전 가

공을 이용하여 50 µm의 두께를 갖는 디스크 형상의 PCD 공구

를 제작하였다. 

방전 가공으로 제작된 디스크 공구를 높은 속도로 회전시켜,

초경합금 판재에 다수의 홈을 기계적으로 가공하였으며, 이 과

정에서 공구의 거칠기, 이송 속도 등에 따른 가공 표면 품질, 공

구 마모 등을 관찰하였다.
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2. 실험장치 및 방법

Figs. 1(a)는 실험에 사용된 가공 시스템의 개략도이며, 1(b)

는 실제 사용된 시스템의 사진이다. 전체 시스템은 크게 미세

디스크 형상 공구를 제작하기 위한 와이어 방전 연삭(Wire

Electrical Discharge Grinding, WEDG) 장치와 제작된 디스크

공구를 이용하여 초경합금에 미세 홈을 연삭 가공할 수 있는 실

험 장치로 나눌 수 있다. 수직방향으로 설치되어 있는 스핀들

특성상, 초경합금 가공물은 수직 방향으로 설치하여 미세 홈을

가공하였다. 최대 회전 속도 60,000 RPM의 스핀들과 0.1 µm

분해능의 X-Y-Z축 이송 장치를 사용하였다. 

기존 연삭 방법은 고경도 PCD 재료를 미세 공구 형상으로

가공하는데 쉽지 않기 때문에 Fig. 2(a)와 같이 WEDG를 이용

하여 디스크 공구를 제작하였다. WEDG는 와이어 방전 가공

(Wire Electrical Discharge Machining, WEDM)의 일종이며 와

이어가 와이어 가이드(Wire Guide)를 따라서 이송되므로 흔들

림이 비교적 적고 방전 에너지도 극히 작아 기존 와이어 방전

가공법 보다 미세 공구를 제작하는데 유리하다[12-14]. 디스크

공구를 제작하기 위해, 스핀들에 지름 1 mm의 PCD 환봉을 장

착하고 회전시킨 후 공구와 와이어 사이에 100 V의 전압을 인

가하여 방전 가공을 수행하였다. 그림에 표시된 경로를 따라 와

이어를 이송시켜 디스크 형상의 공구를 가공하였다. 

Fig. 2(b)는 제작된 디스크 공구를 이용하여 미세 홈을 가공

하는 공정을 나타낸다. 초정밀 가공에서 가공물과 이송축의 정

렬(Alignment)은 매우 중요한 이슈이며, 본 실험과 같은 미세

가공에서 가공물이 부착되어 있는 X-Y 이송축과 가공물의 표면

이 평행하지 않으면 실제 가공에서 가공 깊이가 수십 µm 단위

로 달라질 수 있기 때문에 공구가 쉽게 부러지는 문제가 발생할

수 있다. 본 실험에서는 가공물과 이송축 정렬을 위해 가공물의

접촉 여부나 접촉력 측정이 가능한 공구동력계(9256C, Kistler)

와 오실로스코프(MDO34, Tektronix)를 설치하였다. 이 방법으

로 가공 경로(Toolpath)의 시작점과 끝점에서 가공물의 기울기

를 측정하였고, 그 기울기가 최소가 되도록 가공물 지그를 조절

하였다. 본 실험에서는 길이 15 mm 당 높이 편차가 10 µm 이

내의 수준으로 정렬하였다. 

가공물 재료는 폭 15 × 15 mm2, 두께 1 mm의 초경합금 판재

를 사용하였다. 공구 회전 속도는 20,000 RPM, 공구 이송속도는

10-40 µm/sec으로 설정하였으며, 가공 깊이는 사각 디스크 공구의

경우 30 µm, V형 디스크 공구는 60 µm으로 설정하여 가공하였

다. 가공 과정에서 마찰로 인한 저항을 줄이고 칩의 배출을 위해

절삭유를 사용하였다. 자세한 가공 조건은 Table 1에 나타내었다.

본 실험에서는 가공된 홈의 표면 거칠기와 형상 정밀도, 그리

고 공구의 마모에 대해 연구하였다. 초경합금에 가공된 홈의 표

면 거칠기의 경우, WEDG로 공구를 제작할 때 방전 에너지에

따라 공구 표면 거칠기가 달라지고, 그에 따라 가공된 홈의 표

면 거칠기도 달라지게 된다. 또한 공구의 이송 속도에 따라 달

라질 수 있으므로 그 특성을 관찰하였다. 가공된 홈의 형상과

표면 거칠기는 레이저 공초점 현미경(OLS-5100, Olympus)를

이용하여 총 5개의 샘플을 측정하여 구하였다. 또한 공구의 마

모도 매우 중요하므로 가공 전후의 공구 날끝 반경을 전자현미

경(GeminiSEM 300, Carl Zeiss)를 통해 측정하였다.

Fig. 3은 WEDG로 가공된 PCD 공구의 예이며, 와이어 가공

Fig. 1 (a) Schematic diagram and (b) photo of the experimental

system

Fig. 2 Schematic diagram of (a) disk tool fabrication by WEDG and

(b) micro grooving process
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경로에 따라 사각 디스크 형상이나 모서리가 V형 디스크 형상

을 가공할 수 있다. Fig. 3(a)는 지름 500 µm, 두께 50 µm의 사

각 디스크 형상 공구이며, Fig. 3(b)는 모서리가 V형인 디스크

공구이다. V형 공구는 삼각 홈이나 피라미드 형상의 패턴을 가

공하는데 쓰일 수 있으며 V자형 단면을 갖는 특수 미세 유로

(Micro Fluidic Channel), 미세 부품 간 조립을 위한 톱니 형상의

가이드 등에서의 활용이 가능하다. 

WEDG에서의 축전 용량, 회전 속도 등의 가공 조건들은

Table 2에 표기하였다.

3. 실험결과

Figs. 4(a)와 4(b)는 디스크 공구를 이용하여 초경합금 판재에

가공한 미세 홈과 그 바닥면을 나타내고 있다. 방전 가공에서의

방전에너지를 결정하는 축전용량과 디스크 공구 이송속도에 따

라 미세 홈 바닥면의 표면 거칠기와 공구의 마모를 관찰하였다.

3.1 축전용량에 따른 미세 홈의 표면 조도 변화

공구를 제작할 때 사용한 축전용량에 따른 초경합금 미세 홈

표면의 조도 변화를 관찰하였다. WEDG를 이용한 공구 가공에

서 방전 에너지는 인가전압과 축전용량에 의해 결정된다[11,14-

17]. 축전용량을 크게 하면 단발 방전 에너지가 증가하여 방전

흔(Crater)의 크기가 증가하게 되고 방전흔의 돌기 또한 커지므

로 PCD 공구의 표면 거칠기가 증가하게 된다[13]. PCD 공구의

표면 거칠기는 초경합금을 가공할 때 가공면의 거칠기에 영향

을 미치기 때문에 결국 축전용량에 따라 미세 홈의 표면 조도가

달라질 수 있다.

Fig. 5는 5,600, 10,000, 22,000 pF의 축전용량으로 방전가공

한 디스크 공구를 사용했을 때 초경합금 미세 홈의 표면 조도를

측정한 결과이다. 공구 회전 속도 20,000 RPM, 가공 깊이 30

µm, 이송 속도 30 µm/s으로 가공 조건을 설정하였다. 그래프에

서 볼 수 있듯이 축전용량이 증가함에 따라 가공 표면 조도

(Average Roughness, Ra)가 0.2 µm에서 0.33 µm로 증가하는 것

을 보였으며, 이는 높은 방전에너지로 인해 생성된 공구의 거친

돌기로 인해 초경합금이 가공되고, 결과적으로 미세 홈의 표면

거칠기에도 영향을 미치는 것으로 판단된다.

3.2 이송속도에 따른 표면 조도 변화

초경합금의 미세 홈 가공에서 공구 이송속도에 따른 표면 조

도 변화를 관찰하였다. Fig. 6은 축전 용량 10,000 pF로 제작한

공구를 회전속도 20,000 RPM의 조건에서 이송 속도를 10 µm/s

Fig. 3 SEM images of (a) micro disk tool (b) V-shape disk tool

Table 1 Parameter for grooving

Spindle speed [RPM] 20,000 

Feedrate [µm/s] 10, 20, 30, 40

Depth of cut [µm]
30 (Flat edge)

60 (V-shape edge)

Groove length [mm] 15

Workpiece

WC-Co plate

Size: 15 × 15 mm × 500 μm thickness Co 

17 wt%, grain size: 0.2 µm, HK: 1165 kg/mm2

Table 2 Parameter for WEDG

Voltage [V] 100

Capacitance [pF]

5,600

10,000

22,000

Spindle speed [RPM] 19,000

Feedrate [µm/s] 1

Tool electrode Brass wire (Ø 200 µm)

Workpiece electrode

PCD

grain size 10 µm

binder: W-Co

EHWA Diamond

Disk diameter [µm] 500

Disk thickness [µm] 50

Dielectric fluid Kerosene
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부터 40 µm/s까지 증가시킬 때의 표면 조도를 나타낸다. 이송

속도가 증가함에 따라, 표면 조도(Ra)가 0.17 µm에서 0.26 µm

로 증가하였다.

전체적으로 0.1-0.2 µm Ra의 표면 거칠기를 얻을 수 있었으나

일반적인 연삭 가공에 비해 상대적으로 높은 수치이다. 낮은 이송

속도(5 µm/s)와 낮은 연삭 깊이(3 µm)로 실험하였지만 표면 거칠기

값은 크게 달라지지 않았다. 이는 가공 조건보다 공구 표면의 형상

이 가공물 표면 품질에 더 큰 영향을 미치는 것으로 판단된다. 

3.3 공구 마모

일반 금속 소재와 달리 초경합금과 같은 고경도 소재를 가공

할 때 공구의 마모량 평가는 매우 중요하다. 특히 본 연구와 같

은 미세 형상 가공에서 공구의 마모량은 가공 형상 정밀도에 큰

영향을 미칠 수 있다. 따라서 본 연구에서는 디스크 공구를 사

용하여 초경합금을 일정 길이를 가공하여 가공 전과 가공 후의

공구 형상과 표면을 관찰하였다. 

공구 마모를 관찰하기 위해 22,000 pF의 축전 용량으로 공구

를 가공하고, 20,000 RPM, 30 µm/s의 조건으로 깊이 30 µm의

홈을 총 길이 105 mm로 가공하였다. 가공 후 디스크 공구의 지

름을 전자 현미경이나 공초점 현미경으로 측정하였으나 디스크

초기 지름 500 µm에 비해 유의미한 변화를 측정하기가 매우 어

려웠다. 대신 공구 표면에 약간의 스크래치 흔적과 공구 모서리

에서 작은 변화를 발견할 수 있었다. 마모는 공구의 모서리

부분에 집중되므로 사각형상과 V형 디스크 공구의 모서리 반경

Fig. 4 SEM image of (a) surface and (b) bottom of micro grooves

Fig. 5 Surface roughness according to capacitances 

Fig. 6 Surface roughness according to tool feedrates
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(Edge Radius)의 가공 전후의 변화를 관찰하였다. 모서리 반경

은 여유면(Flank Face), 경사면(Rake Face) 그리고 모서리의 중

심을 지나는 원을 삽입하여 측정하였다.

Fig. 7은 가공 전과 후의 사각 디스크 공구의 모서리 반경을

전자 현미경으로 측정한 사진이며 모서리 반경이 가공 전 2.8

µm에서 가공 후 4.5 µm로 증가하는 것을 볼 수 있다. 공구 표

면은 마모가 발생한 뒤에도 거친 표면을 유지하고 있는 것으로

보아, 다이아몬드 입자가 닳는 것(Abrasive Wear)보다는 입자가

깨지면서 마모가 일어나는 것으로 판단된다. 입자가 닳지 않고

깨지면서 마모가 진행되면 공구의 거친 면을 유지할 수 있으므

로 가공에 유리하다. 초경합금의 가공 칩(탄화텅스텐 또는 코

발트)이 공구에 부착되는 눈메움(Loading)도 관찰할 수 있었으

나 가공에 큰 영향을 미치지는 않았다. 이는 전반적으로 가공

길이가 100 mm 수준으로 크지 않았으므로 가공량이 훨씬 많

은 경우 공구의 마모나 눈메움 등이 가공에 영향을 미칠 수 있

다. Fig. 8에 공초점 현미경으로 측정한 미세 홈의 프로파일을

나타내었다. 미세 홈의 가공 깊이가 32-33 µm로 측정되어 설정한

가공 깊이 30 µm보다 깊게 측정되었다. 이는 공구의 초기 위치

를 설정할 때 공구와 가공물 표면의 접촉을 공구동력계나 전기

적 접촉으로 판단하므로 이 때 발생하는 오차(1-3 µm)가 이유

일 수 있다. 또한 가공물을 고정할 때 이송축과의 정렬에서 최

대 10 µm의 오차가 발생할 수 있어 가공 깊이가 커질 수 있다.

가공 깊이가 줄어드는 다른 원인으로 공구의 마모를 들 수 있으

나 공구의 초기 위치 설정 오차나 가공물 정렬 오차가 공구 모

서리 반경 변화와 비슷한 수준(Order)이므로 명확한 결론을 얻

기 위해선 더 높은 정밀도의 실험이 필요하다. 

사각 디스크 공구와 달리, V형 디스크 공구는 수 마이크로

(µm)의 모서리 부분이 주된 날(edge) 역할을 한다. 이는 초경합

금 가공 시 공구가 마모되거나 파손될 가능성이 높기 때문에 V

형 디스크 공구의 마모량 평가는 보다 중요하다. Fig. 9와 같이

60의 각도를 갖는 삼각형 단면의 홈을 가공하기 위해 V형 디스

크 공구를 제작하였으며 그 마모 특성을 관찰하였다. 22,000 pF

의 축전 용량으로 공구를 방전 가공하고, 20,000 RPM, 30 µm/s

의 조건으로 깊이 60 µm, 길이 150 mm의 홈을 가공하였다. 

Fig 10은 가공 전후의 공구 모서리의 사진이며 공구 모서리

반경은 가공 전 2.31 µm에서 가공 후 3.87 µm으로 증가하였으

며, 모서리 부분에서 약간의 긁힘의 흔적을 발견할 수 있었다. 

4. 결론

본 연구에서는 WEDG를 이용한 미세 디스크 공구 제작을

제안하였다. 와이어 이송 경로에 따라 사각 디스크, V형 디스크

Fig. 7 Edge radius of disk tool (a) before machining and (b) after

machining

Fig. 8 Surface profile of micro grooves machined on tungsten

carbide

Fig. 9 SEM image of V-shape grooves
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등 다양한 형태의 공구를 제작할 수 있음을 보였으며 목적에 따

라 다양한 단면의 미세 홈을 가공할 수 있다. 

고경도 난삭재인 초경합금에 미세 홈을 가공하기 위해 초경

합금 보다 높은 경도의 다결정 다이아몬드 소재의 디스크 공구

를 방전 가공으로 제작하여 미세 홈을 가공할 수 있음을 보였으

며 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

방전 가공으로 공구를 제작할 때 사용된 축전 용량이 낮을수

록 홈의 표면 조도가 감소하였다.

미세 홈 가공에서 디스크 공구의 이송 속도가 낮을수록 표면

조도가 감소하였다. 축전용량 5,000-20,000 pF, 이송 속도 10-40

µm/s에서 0.1-0.2 µm Ra를 얻을 수 있었다.

가공 깊이 30-60 µm, 길이 100 mm의 미세 홈 가공 후에도

디스크 공구의 마모는 크지 않았으며 모서리 반경이 2 µm에서

4 µm로 증가하는 변화를 보였다.
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